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表⾯贴装焊接连接加速可靠性测试指南

1.0 范围

本文件为表面贴装焊接连接加速可靠性测试，

以及这些加速可靠性测试结果在电子组件的实

际应用环境中的评价和推断提供了指南。本文

件所提供的背景和设计信息是为了更好地理解

加速测试问题。

1.1 ⽬的 加速可靠性测试的目的是为了确

保设计及制造/组装工艺能够满足产品性能的

预期目标。这些指南可以使加速可靠性测试具

有更好的通用性和有效性：

• 允许对不同测试项目的结果进行对比

• 为可靠性设计必须考虑的基本因素提供通用

的技术指南

• 允许对基于通用数据库和技术指南的可靠性

进行分析预测

• 减少反复设计的测试成本及时间消耗

• 对那些暴露在严酷使用环境下或要求低失效

率的产品所必需的过长测试周期，建立有效

的替代方案，以验证其可靠性

1.2 ⽂件构成 本文件为读者提供了有关可靠

性各个方面的信息，还确定了一些需要考虑的

参数。每一章节阐述可靠性的一个具体主题。

在适当的情况下，提供了相关的参考文献，以

获得一些其他信息。

• 第3章，“要求”

本章描述了可靠性概念以及产品设计验证过

程需要考虑的所有特性。不但包括了相关的

术语，还涵盖了疲劳寿命和失效概率，制造

工艺流程，使用环境和测试方法的通用模

型。

• 第4章，“表面贴装焊接连接疲劳模式及预
测”

本章讨论了焊点的疲劳寿命模型，包括在大

温差变换或低温高频率循环期间承受多重循

环负载所产生的反应。同时也讨论了加速因

子，加速转换，以及统计所需考虑的因素。

• 第5章，“焊点可靠性设计”

本章详细阐述了对焊接疲劳可靠性产生主要

影响的不同设计参数。涉及到焊点构成的各

个方面，包含元器件尺寸、引线硬度、热膨

胀系数、焊点匀称性、以及焊料成分、晶粒

组织和敷形涂覆或应力缓冲层起到的作用。

• 第6章，“制造工艺”

本章展示了组装和连接工艺之间的关系，包

括控制和验证，以及因最初工艺或“修

版”、返工或维修产生的缺陷或潜在缺陷。

探讨了焊料（包括焊料量）、元器件、印制

电路板、粘合剂、敷形涂覆的材料性能和他

们之间的相互关系以及这些物理特性对制造

工艺产生的影响。

• 第7章，“加速可靠性测试”

本章讨论了加速测试的目标，即通过技术手

段模拟使用环境，在最短时间之内产生失

效，以建立产品的可靠性级别。审视了各种

类型的应力循环，并找出其与失效机理的相

关性。此外还讨论了开发一个包括测试计

划、抽样方法、测试板以及失效模式分析策

略的必要性。

• 附录A，“分步示例”

本章给出了如何应用本文件原理的实例。所

提供的实例强调了各参数之间的关系。

• 附录B，“参考文献”

本章提供了有关焊点可靠性的出版文献资

料，并在本文的正文中引用。列出了标题、

作者以及出版商。

• 附录C，“参考书目”

本章为专业人员提供了其他实用的出版物。

这些参考书目主要分为三类：
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